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Abstract of DE1 9750321 

The tester has a test-head (13) which consists of 
a screening housing (100) fixed to the function 
plate (30) of the main test-head unit (13). This 
covers an IC socket (20) in the centre of the plate 
and its surrounding area. An opening (102) in the 
upper wall of the housing allows passage of a 
contact arm (91) with a receptor head (92). An 
electrically-conductive spring contact (103) 
surrounds the opening and is fixed to the 
housing. A conductive cover plate (104) is 
fastened above it to the contact arm, so that 
when the contact arm is lowered it presses lightly 
on the spring. This contact system together with 
the screening afforded by the housing ensures 
testing of integrated circuits without interference 
from outside disturbances. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterfagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(w) Halbleiterbauelement-Testgerat 

(57) Das beschriebene Halbleiterbauelement-Testgerat 
kann den Test von analogen Bauelementen oder hybriden 
Analog/Digital-Bauelementen ohne Beeinflussung durch 
externe Storungen durchfuhren. Ein Abschirmgehause 
(100) ist an einer Funktionsplatine (30) eines Testkopfs 
(13) angebracht und bedeckt einen IC-Sockel (20), der in 
dem Testabschnitt einer Handhabungseinrichtung ange- 
ordnet ist, und mindestens denjenigen Abschnitt der 
Oberflache der Funktionsplatine, an der der IC-Sockel an- 
gebracht ist, sowie eine an diesen Bereich auBen angren- 
zende Flache. Das Abschirmgehause ist in seiner obersei- 
tigen Wand mit einer Offnung (102) versehen, durch die 
hindurch sich ein Kontaktarm (91) mit einem daran be- 
findlichen Aufnehmerkopf (92) in das Abschirmgehause 
(100) hinein und aus diesem herausbewegen kann. Ein 
■ elektrisch leitender Federkontakt (103) umgibt die Off- 
nung und ist an dem Abschirmgehause angebracht. Eine 
elektrisch leitende Abdeckplatte (104) ist an dem Kontakt- 
arm befestigt und derart angeordnet, daft sie bei Absen- 
ken des Kontaktarms mit dem Federkontakt in Beruhrung ^ 
gelangt und den Federkontakt geringfugig druckt. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Halbleiter- 
bauelement-Testgerat, das mit einer Halbleiterbauelement- 
Transport- und Handhabungseinrichtung (allgemein als 5 
Handhabungseinrichtung bezeichnet) verbunden cxler mit 
einer solchen Handhabungseinrichtung zusainmengebaut 
ist, wobei die Handhabungseinrichtung zum Transportieren 
von zu testenden Halbleiterbauelementen (wie zum Beispiel 
von integrierten Halbleiterschaltungen) und zum Sortieren 10 
der getesteten Halbleiterbauelemente auf der Grundlage der 
Testergebnisse ausgelegt ist. Insbesondere bezieht sich die 
vorliegende Erfindung auf Verbesserungen hinsichtlich des- 
jcnigen Abschnitts des Tcstgerats, der zum Tcsten/Messcn 
von im Test befindlichen Halbleiterbauelementen dient, die 15 
durch die Handhabungseinrichtung in den Testabschnitt der 
Halbleiterbauelement-Transport- und Handhabungseinrich- 
tung (im folgenden einfach als Handhabungseinrichtung be- 
zeichnet) hineintransportiert worden sind. 

Ein Halbleiterbauelement-Testgerat, das zum Testen von 20 
Halbleiterbauelementen dient, ist oftmals mit einer Handha- 
bungseinrichtung zum Transportieren von zu testenden 
Halbleiterbauelementen, die vorbestimmten Tests zu unter- 
ziehen sind, und zum Sortieren der getesteten Halbleiterbau- 
elemente auf der Grundlage der Testergebnisse verbunden 25 
oder weist eine solche Handhabungseinrichtung als inte- 
grale Komponente auf. Zur Vereinfachung der Beschrei- 
bung wird bei der nachfolgenden Erlauterung als Beispiel 
fur ein Halbleiterbauelement-Testgerat ein Testgerat zum 
Testen von integrierten, im folgenden auch als ICs bezeich- 30 
neten Halbleiterschaltungen diskutiert, das auch als IC-Tc- 
ster oder IC- Testgerat bezeichnet wird. Die integrierten 
Halbleiterschaltungen stellen typische Beispiele fur Halblei- 
terbauelemente dan 

In Fig. 6 ist eine schematische Seitenansicht gezeigt, in 35 
der ein Beispiel eines Halbleiterbauelement-Testgerats der 
vorstehend erlauterten Art dargestellt ist, das im folgenden 
auch lediglich auch als IC-Testgerat bezeichnet wird. Das 
IC-Testgerat weist einen Testgerat-Hauptkorper bzw. einen 
Testapparat 11 auf, der im Stand der Technik auch als 40 
"Mainframe" bezeichnet wird und in dem hauptsachlich ver- 
schiedene elektrische Schaltungen, eine Spannungsquelle 
oder Spannungsversorgung und dergleichen untergebracht 
sind. Das IC-Testgerat enthalt weiterhin eine Handhabungs- 
einrichtung 12, die mit einer automatischen Transportein- 45 
richtung zum Transportieren von ICs ausgestattet ist, und ei- 
nen Testkopf 13, der mit dem Testapparat 11 elektrisch ver- 
bunden, jedoch separat von diesem aufgcbaut und in dem 
Testabschnitt der Handhabungseinrichtung 12 angebracht 
ist 50 

Im Test befindliche ICs, die durch die automatische 
Transporteinrichtung der Handhabungseinrichtung 12 in 
den Testabschnitt hineintransportiert worden sind, werden 
mit dem Testkopf 13 (genauer gesagt, mit einem oder meh- 
reren IC-Sockeln oder IC-Fassungen, die an dem Testkopf 55 
13 angebracht sind) in elektrischen Kontakt gebracht und 
werden folglich mit dem Testapparat 11 iiber den Testkopf 
13 und ein Kabelbundel 14 elektrisch verbunden. Ein Testsi- 
gnal, das ein vorbestimmtes Muster auf weist und von dem 
Testapparat 11 zu dem Testkopf 13 iiber das Kabelbundel 14 60 
gespeist wird, wird an die im Test befindlichen ICs angelegt, 
und es werden Antwortsignale, die aus den im Test befindli- 
chen ICs ausgelesen werden, zu dem Testapparat 11 uber 
den Testkopf 13 und das Kabelbundel 14 ubertragen, um 
hierdurch die elektrischen Eigenschaften der ICs zu messen. 65 

Der Testabschnitt der Handhabungseinrichtung ist ubli- 
cherweise in einer konstante Tcmpcratur aufweiscndcn 
Kammer bzw. Konstanttemperaturkammer (nicht gezeigt) 
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angeordnet, die dazu dient, die im Test befindlichen ICs ei- 
ner vorbestimmten Temperaturbelastung zu unterziehen, so 
daB die Anforderungen, daB im Test befindliche ICs in einer 
Atmosphare oder Umgebung bei einer vorbestimmten Tem- 
peratur getestet werden sollen, erfullt werden konnen. Da- 
mit die im Test befindlichen ICs, die in den Testabschnitt 
transportiert worden sind, mit dem oder den IC-Sockeln, die 
in dem Testkopf 13 angebracht sind, in elektrischen Kontakt 
gebracht werden konnen, ist die Konstanttemperaturkam- 
mer in ihrer bodenseitigen Wand mit einer Offnung verse- 
hen, in der eine Montagebefestigung oder Halterung einge- 
paBt und dort befestigt ist, die im Stand der Technik allge- 
mein auch als "Hi-Fix-Basis" bzw. Basis mit obersei tiger 
Bcfcstigung oder als "Tcsthaltcrung" bezeichnet wird und 
zum elektrischen Verbinden des Testkopf s 13 des IC-Testge- 
rats mit dem Testabschnitt dient, der in der Konstanttempe- 
raturkammer der Handhabungseinrichtung 12 untergebracht 
ist. 

In dem Testkopf 13 ist hauptsachlich ein Satz von Trei- 
bern, die zum Anlegen von ein vorbestimmtes Muster auf- 
weisenden Testsignalen an im Test befindliche ICs dienen, 
ein Satz von Vergleichern, zum Ermitteln, ob die Ausgangs- 
signale, die aus den im Test befindlichen ICs ausgelesen 
werden, Signale mit einem hohen logischen Pegel (H) oder 
Signale mit einem niedrigen logischen Pegel (L) sind, die je- 
weils einem vorbestimmten Spannungswerl entsprechen, 
und eine Spannungsleitung vorhanden, wobei diese Kompo- 
nenten und die Spannungsleitung mit dem Testapparat 11 
uber die Kabel bzw. das Kabelbundel 14 elektrisch verbun- 
den sind. 

Auf der Oberscitc des Testkopfs 13 ist, wic in Fig. 5 ge- 
zeigt ist, eine Performance- bzw. Verarbeitungs- oder Funk- 
tionsplatine 30 angebracht, auf der ein IC-Sockel (IC-Fas- 
sung) 20 unter Zwischenlage eines dazwischen eingefugten 
Adaptersockels (Adapterfassung) 40' angebracht ist. Bei 
dem in Fig. 5 gezeigten Beispiel bildet folglich der Adapter- 
sockel 40' eine Montagebefestigung oder Halterung. Alter- 
nativ kann die Montagebefestigung bzw. Halterung eine 
Sockelplatine, die mit einem vorbestimmten Abstand ober- 
halb der Funktionsplatine 30 angebracht und an dieser 
Funktionsplatine 30 rnontiert ist, und einen IC-Sockel 20 
aufweisen, der direkt auf der Sockelplatine angebracht ist 
In diesem letztgenannten Fall wird die elektrische Verbin- 
dung zwischen der Funktionsplatine 30 und der Sockelpla- 
tine mit Hilfe einer Verbindungseinrichtung, wie zum Bei- 
spiel mit Hilfe von Verbindungsplatinen, Kabeln, Drahten 
und dergleichen, hergestelit Hierbei ist anzumerken, daB 
ein Adapter-Sockel zwischen der Sockelplatine und dem IC- 
Sockel 20 eingefiigt sein kann. 

Wie vorstehend angegeben, ist die bodenseitige Wand der 
Konstanttemperaturkammer der Handhabungseinrichtung 
12 iiblicherweise mit einer Offnung versehen, in der die vor- 
stehend beschriebene Montagebefestigung bzw. Halterung 
so angebracht ist, daB der oder die IC-Sockel 20, der bzw. 
die entweder an der Oberseite der Funktionsplatine 30 fiber 
den Adaptersockel 40' angebracht sind oder auf der Sockel- 
platine positioniert sind, an einer vorbestimmten Position in 
dem Testabschnitt in der Konstanttemperaturkammer posi- 
tioniert werden kann bzw. konnen. Die Ausgestaltung ist 
hierbei derart getroffen, daB im Test befindliche ICs 10, die 
durch die automatische Transporteinrichtung in den Testab- 
schnitt eingefuhrt worden sind, mit dem oder den IC-Sok- 
keln 20 zum Testen der elektrischen Eigenschaften der ICs 
10 in elektrischen Kontakt gebracht werden. 

Allgemein werden die im Test befindlichen ICs 10, die 
auf einem Tablett aufgebracht sind, in den Testabschnitt in 
der Konstanttemperaturkammer transportiert, in der die im 
Test befindlichen ICs durch eine Transporteinrichtung von 
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dem Tablett auf die zu testenden IC-Sockel 20 zum Testen 
von ihren elektrischen Eigenschaften umgesetzt werden. 
Nach dem AbschluB des Testvorgangs werden die getesteten 
ICs von den IC-Sockel n 20 durch die Transporteinrichtung 
auf das Tablett transportiert, wonach sie dann auf dem Ta- 
blett aus der Konstanttemperaturkammer heraus transpor- 
tiert werden. Die getesteten ICs werden dann auf der Grund- 
lage der Testergebnisdaten sortiert. Hierbei ist anzumerken, 
daB das Tablett, das zum Transportieren der zu testenden ICs 
10 in den Testabschnitt dient, das gleiche Tablett oder auch 
ein anderes Tablett als dasjenige sein kann, das zum Trans- 
porUeren der getesteten ICs von dem Testabschnitt sowie 
zum Heraus transportieren der getesteten ICs aus der Kon- 
stanttemperaturkammer cingesctzt wird. Einigc Handha- 
bungseinrichtungen konnen auch ohne Konstanttemperatur- 
kammer ausgestattet sein. 

Die Transporteinrichtung, die zum Transportieren von zu 
testenden ICs 10 von dem Tablett auf die IC-Sockel 20 
dient, und/oder die Transporteinrichtung, die zum Transpor- 
tieren der getesteten ICs von den IC-Sockeln 20 auf das Ta- 
blett in dem Testabschnitt dient, ist bzw. sind mit einer Tra- 
gerkopfeinrichtung versehen, an der eine Kontaktarrnein- 
richtung 91 angebracht ist, wie es in Fig, 5 gezeigt ist. 

Die Transporteinrichtung enthalt eine Tragerarmeinrich- 
tung, die in den rechtwinklig zueinander und in einer hori- 
zontalen Ebene verlaufenden Richtungen X und Y beweg- 
bar ist, derart, daB die Tragerkopfeinrichtung durch die 
Transporteinrichtung in den Richtungen X und Y bewegbar 
ist. Die Kontaktarmeinrichtung 91 ist in der Richtung Z (bei 
der Darstellung gemaB Fig. 5 nach oben und nach unten) be- 
wegbar, die rechtwinklig zu den Richtungen X und Y vcr- 
lauft. An der Kontaktarmeinrichtung 91 ist ein Aufnehmer- 
kopf 92 an ihrem spitzenseitigen, das heiBt vorderen Ende 
angebracht. Der Aufnehmerkopf 92 kann eine solche Ge- 
staltung aufweisen, daB ICs durch Unterdruckansaugung an- 
gezogen und ergriffen werden konnen, oder kann auch eine 
solche Gestaltung besitzen, daB ICs mit mechanischen Mit- 
teln, wie etwa mittels einer Spannzange, ergriffen werden 
konnen. 

Fur den Fachmann ist somit ersichtlich, daB die Kontakt- 
armeinrichtung 91 mit Bezug zu den Richtungen X und Y 
durch die Transporteinrichtung positioniert wird und die 
Kontaktarmeinrichtung 91 an dieser jeweiligen Position in 
vertikaler Richtung bewegt wird und die Funktionen des Er- 
greifens eines ICs mit Hilfe ihres Aufnehmerkopfs 92, des 
Andriickens des ergriffenen ICs an den IC-Sockel 20, und 
des Freigebens des ergriffenen ICs ausfuhren kann. Es ist 
somit ersichtlich, daB die Tragerkopfeinrichtung oder cine 
andere mobile Einrichtung, an der die Kontaktarmeinrich- 
tung 91 angebracht ist, so ausgestaltet sein kann, daB sie in 
der zu den Richtungen X und Y rechtwinklig verlaufenden 
Richtung Z bewegbar ist. 

In Fig. 2 ist die Betriebsweise bzw. der Aufbau der Trans- 
porteinrichtung und der in dem Testabschnitt gemaB der vor- 
stehenden Erlauterung vorhandenen Kontaktarmeinrichtung 
91 schematisch dargestellt. Die Transporteinrichtung ist 
durch eine in der Richtung X bewegliche Einrichtung 3X, 
die in Querrichtung, das heiBt in den nach links und rechts 
weisenden Richtungen gemaB Fig. 2, durch eine in der Rich- 
tung Y bewegliche Einrichtung 3Y, die in der Liingsrich- 
tung, das heiBt in der in Fig. 2 nach oben und unten weisen- 
den Richtung angetrieben wird, und durch eine in der Rich- 
tung Z bewegliche Einrichtung 3Z reprasentiert, die in der 
rechtwinklig zu den Richtungen X und Y weisenden Rich- 
tung, das heiBt in der durch die Zeichnungsebene verlaufen- 
den Richtung angetrieben wird. Die Kontaktarmeinrichtung 
91 ist an der in der Richtung Z bcwcglichcn Einrichtung 3Z 
befestigt, so daB der Aufnehmerkopf 92, der an der Spitze 



der Kontaktarmeinrichtung angebracht ist, durch die in der 
Richtung X bewegliche Einrichtung 3X, die in der Richtung 
Y bewegliche Einrichtung 3Y und die in der Richtung Z be- 
wegliche Einrichtung 3Z in einer vorbestimmten, ge- 
5 wunschten Position positionierbar ist. 

Im einzelnen ist in Fig. 2 eine Ausgestaltung veranschau- 
licht, bei der zunachst die in der Richtung Y bewegliche 
Einrichtung 3Y in der Richtung X durch die in der Richtung 
X bewegliche Einrichtung 3X positioniert wird, wie dies in 

10 der Zeichnung durch die gestrichelte Linie veranschaulicht 
ist, wonach die in der Richtung Z bewegliche Einrichtung 
3Z in der Richtung Y durch die in der Richtung Y bewegli- 
che Einrichtung 3Y positioniert wird, und schlieBlich die 
Kontaktarmeinrichtung 91 durch die in der Richtung Z be- 

15 wegliche Einrichtung 3Z in der Richtung Z zur Positionie- 
rung des Aufnehmerkopfs 92 an der gewiinschten Steile an- 
getrieben wird. 

Zu testende ICs, die auf dem Tablett 110 aufgebracht sind, 
werden in den Testabschnitt 600 hinein transportiert, in dem 

20 die in der Richtung X bewegliche Einrichtung 3X, die in der 
Richtung Y bewegliche Einrichtung 3Y und die in der Rich- 
tung Z bewegliche Einrichtung 3Z in der vorstehend be- 
schriebenen Weise angetrieben werden, um hierdurch den 
Aufnehmerkopf 92 der Kontaktarmeinrichtung 91 zu einer 

25 Position oberhalb eines zu testenden ICs 10 zu bewegen und 
den Kopf mit diesem IC in Anlage zu bringen und den IC 
mit Hilfe einer Unterdruckansaugung oder mit Hilfe von 
mechanischen Mitteln zu ergreifen. 

Nachfolgend werden die in der Richtung X bewegliche 

30 Einrichtung 3X, die in der Richtung Y bewegliche Einrich- 
tung 3Y und die in der Richtung Z bewegliche Einrichtung 
3Z in der umgekehrten Richtung angetrieben, um hierdurch 
den zu testenden und durch den Aufnehmerkopf 92 ergriffe- 
nen IC 10 zu einer Position oberhalb des IC-Sockels 20 zu 

35 transportieren, der in dem Testabschnitt 600 angeordnet ist. 
An dieser Position wird die in der Richtung Z bewegliche 
Einrichtung 3Z so angesteuert, daB der Aufnehmerkopf 92 
abgesenkt wird und hierdurch der zu testende IC in elektri- 
schen Kontakt mit dem IC-Sockel 20 gebracht wird. Die in 

40 der Richtung Z bewegliche Einrichtung 3Z halt den zu te- 
stenden und unterhalb des Aufnehmerkopfs 92 befindlichen 
IC in Anlage (vorgespannt oder unter Druckausiibung) an 
dem IC-Sockel 20, um hierdurch einen elektrischen Kontakt 
zwischen den Leitungen des im Test befindlichen ICs und 

45 den Anschlussen des IC-Sockels 20 sicherzustellen. In die- 
ser Position werden ein vorbestimmtes Muster aufweisende 
Testsignale von dem Testapparat 11 uber den Testkopf 13 zu 
dem IC-Sockel 20 zugcfuhrt, damit sie an den oder die im 
Test befindlichen ICs angelegt werden, und es werden Ant- 

50 wortsignale, die von dem oder den im Test befindlichen ICs 
erhalten werden, von dem Testkopf 13 zu dem Testapparat 
11 zuruckgeleitet, um hierdurch die elektrischen Eigen- 
schaften des ICs zu messen. Nach dem AbschluB des Tests 
wird die in der Richtung Z bewegliche Einrichtung 3Z ange- 

55 steuert, um hierdurch die Kontaktarmeinrichtung 91 anzu- 
heben, so daB der getestete, durch den Aufnehmerkopf 92 
ergriffene IC nach oben bewegt wird. AnschlieBend werden 
die in der Richtung X bewegliche Einrichtung 3X und die in 
der Richtung Y bewegliche Einrichtung 3Y angesteuert, um 

60 hierdurch den getesteten IC zu einer Position oberhalb einer 
vorbestimmten Position in einem zum Sortieren und Unter- 
bringen der Bauelemente dienenden Tablett 210 zu transpor- 
tieren. Im AnschluB hieran wird die in der Richtung Z be- 
wegliche Einrichtung 3Z so angesteuert, daB die Kontakt- 

65 armeinrichtung 91 abgesenkt wird, um hierdurch den gerade 
oberhalb der vorbestimmten Position befindlichen IC in dem 
zum Sortieren und Aufnchmcn der Bauelemente dienenden 
Tablett 210 zu plazieren. Im AnschluB hieran wird die von 
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dem Aufnehmerkopf 92 ausgeubte Greif- bzw. Haltekraft 
freigegeben, wodurch der getestete IC an der vorbestimmten 
Position in dem zum Sortieren und Aufnehmen der Bauele- 
mente dienenden Tablett 210 abgelegt wird. 

Nachfolgend wird auf die Fig. 3 und 4 Bezug genommen. 
Dort ist ein spezielles Beispiel fur die elektrische Verbin- 
dung zwischen der Funktionsplatine 30 und dem IC-Sockel 
20 gezeigt. 

Wie vorstehend erlautert, konnen die IC-Sockel 20 an der 
Funktionsplatine (Leistungsplatine) 30 des Testkopfes 13 in 
unterschiedlicher Weise montiert werden. Das in den Fig. 3 
und 4 dargestellte Beispiei ist reprasentativ fur eine Ausge- 
staltung, bei der IC-Sockel 20 an der Beurteilungs- bzw. 
Funktionsplatine 30 mit Hilfc cincr Montagcbefestigung 
bzw. Halterung 55 zum elektrischen Verbinden des in der 
Handhabungseinrichtung (siehe Fig. 6) enthaltenen Testab- 
schnitts mit dem Testkopf 13 (siehe Fig. 6) angebracht sind. 
Die Halterung 55 wird allgemein, wie vorstehend bereits an- 
gegeben, auch als "Hi-Fix-Basis" bzw. "Basis fur obersei- 
tige Befestigung" oder als "Testhalterung" bezeichnet. 

Die Halterung 55 weist ein kastenformiges Gehause 56, 
das an der Oberseite offen ist, eine isolierende Basisplatine 
60, die in bzw. an dem Boden des kastenfbrmigen Gehauses 
56 angeordnet ist, und eine Sockelplatine 40 auf, wobei eine 
isolierende Abstandsplatine 50 zwischen der isolierenden 
Basisplatine 60 und der Sockelplatine 40 eingefugt ist. An 
der Sockelplatine 40 sind IC-Sockel (bzw. IC-Fassungen) 20 
angebracht. Bei dem gezeigten Beispiel sind auf der Basis- 
platine 60 zwei Sockelplatinen 40 angeordnet, an denen je- 
weils ein IC-Sockel 20 montiert ist. Dies stellt allerdings le- 
diglich cine zur Vcranschaulichung dicnendc Ausgcstaltung 
dar, da es selbstverstandlich ist, daB die Anzahl von IC-Sok- 
keln 20 in Abhangigkeit von der Konfiguration der Handha- 
bungseinrichtung auch vergroBert oder verringert sein kann. 

Die Sockelplatine 40 und die Basisplatine 60 enthalten je- 
weils eine mehrlagige Druckschaltungsplatine (Leiter- 
platte), wie dies in Fig. 4 gezeigt ist. Jede Sockelplatine 40 
ist mit Stiftverbinderabschnitten bzw. Buchsenabschnitten 
41 versehen, in die die AnschluBstifte 21 des oder der IC- 
Sockel 20 eingepaBt sind. Weiterhin weist jede Sockelpla- 
tine 40 leitend beschichtete bzw. plattierte Durchgangslo- 
cher 43 auf, die mit Hilfe einer leitenden Schicht 42 elek- 
trisch mit den jeweiligen Stiftverbinderabschnitten bzw. 
Buchsenabschnitten 41 verbunden sind (die Durchgangslo- 
cher 43 sind mit leitendem Material entlang der Umfangs- 
wand der Durchgangslocher und oberhalb und unterhalb der 
oberseitigen bzw. bodenseitigen Oberflachen der Platine im 
Bcreich um die Durchgangslocher plattiert bzw. bcschich- 
tet). 

Jede Abstandsplatine 50 ist ebenfalls mit leitend be- 
schichteten bzw. plattierten Durchgangslochern 51 verbun- 
den, die mit den entsprechenden, leitend beschichteten 
Durchgangslochern 43 ausgerichtet sind, und ist weiterhin 
mit einer OfTnung 52 versehen, die unterhalb der Region der 
Stiftverbinderabschnitte bzw. Buchsenabschnitte 41 der 
Sockelplatine 40 liegt. 

Die Basisplatine 60 ist mit Kontaktstift-Montagelochern, 
das heiBt leitend beschichteten oder plattierten Durchgangs- 
lochern 61 versehen, in die Kontaktstifte 64 eingepaBt sind, 
die in diesen Durchgangslochern 61 befestigt sind und ihrer- 
seits wieder zur Herstellung eines elektrischen Kontakts in 
Verbinderabschnitte, die an der Funktionsplatine 30 vorge- 
sehen sind, eingefuhrt sind. Die Basisplatine 60 ist weiterhin 
mit leitend beschichteten bzw. plattierten Durchgangslo- 
chern 63 versehen, die iiber eine leitende Schicht 62 mit den 
jeweiligen Kontaktstift-Montagelochern 61 elektrisch lei- 
tend verbunden sind. Die Durchgangslocher 63 sind durch 
die Basisplatine 60 hindurchfuhrend an Stellen ausgebildet, 



die den Positionen der Durchgangslocher 51 der Abstands- 
platine oder Abstandsplatinen 50 und auch derjenigen der 
Durchgangslocher 43 der Sockelplatine oder Sockelplatinen 
40 entsprechen. 

5 Nachgiebige bzw. elastische Verbinder 70 und 70' sind 
zwischen der Sockelplatine 40 und der Abstandsplatine 50 
mindestens in denjenigen Regionen, in denen die Durch- 
gangslocher 43 bzw. 51 ausgebildet sind, eingefugt und wei- 
terhin zwischen der Sockelplatine 40 und der Abstandspla- 

10 tine 50 mindestens in denjenigen Regionen angeordnet, in 
denen die Durchgangslocher 43 bzw. 51 ausgebildet sind. 
Jeder der elastischen Verbinder 70 und 70' kann aus einem 
Blatt aus isolierendem, nachgiebigem bzw. elastischem Ma- 
terial wie ctwa aus Gummi, und schr diinncn Nadcldrahten 

15 bzw. nadelfbrmigen Drahten 71 hergestellt sein, die in dem 
Blatt quer zu bzw. in dessen Dickenrichtung eingebettet 
sind, wobei die nadelfbrmigen Drahte elektrisch gegenseitig 
isoliert sind und relativ nahe beieinander angeordnet sind. 
Die entgegengesetzt angeordneten Enden jedes nadelformi- 

20 gen Drahts 71 fluchten entweder mit den gegenuberliegen- 
den Oberflachen (oberseitige und bodenseitige Oberflache) 
des elastischen Blatts oder sind gegenuber diesen Oberfla- 
chen zuriickversetzt, dergestalt, daB dann, wenn das elasti- 
sche Blatt in der Richtung seiner Dicke zusammengedruckt 

25 wird, die entgegengesetzt liegenden Enden der nadelfbrmi- 
gen Drahte 71 freigelegt sind und hierdurch eine elektrische 
Verbindung zwischen den Lei tern, die durch die oberseitige 
und unterseitige Oberflache des elastischen Blatts kontak- 
tiert werden, herstellen. 

30 Der oder die IC-Sockel 20 wird bzw. werden mit der Sok- 
kclplatine 40 der in dicser Weise aufgebauten Halterung 55 
verbunden, es werden die Kontaktstifte 64 der Basisplatine 
60 mit den Verbinderabschnitten der Funktionsplatine 30 
verbunden, und es wird anschlieBend die Halterung 55 in 

35 der Offnung der Handhabungseinrichtung 12 (siehe Fig. 6) 
montiert. Es versteht sich, daB dann, wenn ein im Test be- 
findlicher IC 10 in den IC-Sockel 20, der in dem Testab- 
schnitt der Handhabungseinrichtung 12 angeordnet ist, ein- 
gebracht bzw. mit diesem in Beruhrung gebracht wird, die 

40 Leitungen des im Test befindlichen ICs 10 mit den Verbin- 
derabschnitten der Funktionsplatine 30 iiber die AnschluB- 
stifte 21 des IC-Sockels 20, die Stiftverbinderabschnitte 
bzw. Buchsenabschnitte 41 der Sockelplatine 40, die lei- 
tende Schicht 42, die leitend plattierten bzw. beschichteten 

45 Durchgangslocher 43, den elastischen Verbinder 70 (ge- 
nauer gesagt, die nadelformigen Drahte 71), die leitend be- 
schichteten bzw. plattierten Durchgangslocher 51 der Ab- 
standsplatine 50, den elastischen Verbinder 70* (genaucr ge- 
sagt die nadelformigen Drahte 71), die leitend beschichteten 

50 bzw. plattierten Durchgangslocher 63 der Basisplatine 60, 
die leitende Schicht 62, die Kontaktstift-Montagelocher 61 
und die Kontaktstifte 64 in elektrischen Kontakt gebracht 
sind. Hierbei ist anzumerken, daB die Kontaktstifte 31 an 
den jeweiligen Verbinderabschnitten der Funktionsplatine 

55 30 befestigt und elastisch (federnd) vorgespannt sein kon- 
nen, um elektrischen Kontakt zu gewahrleisten. 

Die Funktionsplatine 30 ist aus einer mehrlagigen Druck- 
schaltungsplatine bzw. Leiterplatte hergestellt, wobei die 
Verbinderabschnitte der Funktionsplatine 30 mit einem je- 

60 weiligen Ende der entsprechenden Leiterschichten eines 
Verdrahtungsmusters (Muster aus Leiterschichten) verbun- 
den sind, die in der Funktionsplatine 30 in radialer Richtung 
bzw. oberflachenparailel ausgebildet sind. Die entgegenge- 
setzten Enden der Leiterschichten sind mit Verbinderan- 

65 schlussen 34 verbunden, die an der Funktionsplatine 30 der- 
art angebracht sind, daB sie sich von der bodenseitigen Fla- 
che der Funktionsplatine 30 nach unten crstrecken. Mit die- 
sen Verbinderanschlussen 34 sind Verbinder 33 verbunden, 
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die ihrerseits wiederum mil Verbindern 33 bzw. Leitungen 
eines Koaxialkabels 35 verbunden sind, das zu dem Testap- 
parat 11 (siehe Fig, 6) fuhrt. 

Auch wenn bei dem in den Fig. 3 und 4 gezeigten Bei- 
spiel eine Ausgestaltung dargestellt ist, bei der der IC-Sok- 5 
kel 20 an der Sockelplatine 40 angebracht ist, die ihrerseits 
wieder eine Komponente der Montagebefestigung bzw. Hal- 
terung 55 darstellt, gibt es auch noch eine andere Ausfuh- 
rungsform einer Montagebefestigung bzw. Halterung, bei 
der mit der Sockelplatine 40 ein weiterer Adaptersockel ver- 10 
bunden ist, mit dem der IC-Sockel 20 verbunden wird oder 
ist. Ferner existiert auch noch eine andere Ausfuhrungsform 
einer Montagebefestigung bzw. Halterung, bei der der IC- 
Sockcl 20 an der Obcrscitc der Funktionsplatinc 30 ohne 
Verwendung einer Sockelplatine 40 angebracht ist, wobei 15 
ein Adaptersockel zwischen dem IC-Sockel 20 und der 
Funktionsplatine 30 vorgesehen ist. 

Es ist anzumerken, daB die in den Fig. 3 und 4 gezeigte 
Halterung 55 so ausgestaltet ist, daB sie auch als ein Adap- 
tersockel verwendet werden kann. Dies ermoglicht ein Te- 20 
sten von fur unterschiedliche Spezifikationen ausgelegten 
ICs unter Verwendung des gleichen Testkopfs und der glei- 
chen Funktionsplatine 30, falls die Sockelplatine 40, die Ab- 
standsplatine 50 und die Basisplatine 60 der Halterung 55 so 
ausgestaltet sind, daB sie an die IC-Sockel 20 fur die unter- 25 
schiedlichen Arten von zu testenden ICs angepaBt sind. 

Es wird nun erneut auf Fig. 5 Bezug genommen. In dem 
Testabschnitt, der gemaB der vorstehenden Beschreibung in 
der Konstanttemperaturkammer der Handhabungseinrich- 
tung vorhanden ist, wird ein im Test befindlicher IC 10, der 30 
durch den Aufnchmcrkopf 92 an dem spitzenscitigen Ende 
der Kontaktarmeinrichtung 91 ergriff en ist, zu einer Position 
oberhalb eines IC-Sockels 20 transportiert, bei der die Kon- 
taktarmeinrichtung 91 abgesenkt wird, um hierdurch den im 
Test befindlichen IC 10 mit dem IC-Sockel 20 in elektri- 35 
schen Kontakt zu bringen. In dieser Position werden ein vor- 
bestimmtes Muster aufweisende Testsignale von dem Test- 
apparat 11 an den IC-Sockel 20 uber den Testkopf 13, die 
Funktionsplatine 30 und den Adaptersockel 40' zum Anle- 
gen an den im Test befindlichen IC angelegt. Antwortsi- 40 
gnale, die von dem im Test befindlichen IC 10 erhalten wer- 
den, werden uber den IC-Sockel 20, den Adaptersockel 40', 
die Funktionsplatine 30 und den Testkopf 13 zu dem Testap- 
parat 11 zuruckgefuhrt, um hierdurch die elektrischen Ei- 
genschaften des im Test befindlichen ICs 10 zu messen. 45 

Hierbei ist jedoch anzumerken, daB keine spezielle Vor- 
kehrung fur eine elektromagnetische Abschirmung hinsicht- 
lich des Vcrdrahtungsmustcrs der Funktionsplatine 30, des 
IC-Sockels 20, des Adaptersockels 40' und der im Test be- 
findlichen ICs 10 getroffen ist, so daB diese Komponenten 50 
demzufolge gegenuber externen Storungen (Rauschen) ein- 
schlieBlich jeglicher durch die Handhabungseinrichtung 
selbst erzeugter Storungen ungeschutzt sind. Wenn eine 
Montagebefestigung bzw. Halterung eines solchen TVps be- 
nutzt wird, bei dem ein IC-Sockel 20 an einer Sockelplatine 55 
40 mit oder ohne einem dazwischen angeordneten Adapter- 
sockel 40' angebracht wird und die Sockelplatine ubereinen 
Abstandshalter an der Oberseite der Funktionsplatine 30 an- 
gebracht wird, ist es erforderlich, daB die Funktionsplatine 
30 und die Sockelplatine 40 mit Hilfe einer Verbindungsein- 60 
richtung, wie etwa mittels Verbindungsplatinen, Kabeln, 
Drahten oder dergleichen, oder mit Hilfe der elastischen 
Verbinder 70, 70', der leitenden Durchgangslocher 43, 51 
und 63, usw., elektrisch miteinander verbunden werden. In 
diesem Fall ist auch die Verbindungseinrichtung, wie etwa 65 
die Verbindungsplatinen, die Kabel, die Drahte oder derglei- 
chen, gegenuber externen Storungen nicht geschutzt. 

Wenn die zu testenden ICs analoge Bausteine oder ge- 
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mischte bzw. hybride Bausteine mit analogen und digitalen 
Komponenten sind und diese Elemente in einem hohen Fre- 
quenzbereich zu testen sind, werden die zu testenden ICs, 
die IC-Sockel, die Sockelplatinen, die Adaptersockel, die 
Funktionsplatine usw. in starkem AusmaB dem EinfiuB von 
externen Storungen ausgesetzt, falls sie freiliegend bzw. un- 
geschiitzt bleiben. Sollten diese Komponente durch externe 
Storungen nachteilig beeinfluBt werden, entsteht das ernst- 
hafte Problem, daB ein genaues Testen oder Messen von im 
Test befindlichen ICs unmoglich werden kann. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Halb- 
leiterbauelement- Testgerat zu schaffen, das im Stande ist, 
den Test von analogen Bauelementen oder von gemischten, 
analoge und digitale Komponenten cnthaltcndcn Bauele- 
menten durchfuhren zu konnen, ohne daB Einflusse auf- 
grund irgendwelcher externen Storungen auftreten. 

Diese Aufgabe wird mit den im Patentanspruch 1 oder 9 
angegebenen Merkmalen gelost. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Unteranspriichen angegeben. 

In Ubereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung wird 
ein Halbleiterbauelement-Testgerat geschaffen, das mit ei- 
ner Halbleiterbauelement-Transport- und Handhabungsein- 
richtung verbunden oder ausgestattet ist, die zum Transpor- 
tieren von zu testenden Halbleiterbauelementen zu einem 
Testabschnitt ausgelegt ist, in dem die Halbleiterbauele- 
mente in elektrischen Kontakt mit einem oder mehreren in 
dem Testabschnitt angeordneten Sockeln gebracht werden, 
wobei die Handhabungseinrichtung die getesteten Halblei- 
terbauelemente nach dem AbschluB des Tests aus dem Test- 
abschnitt hcraustransportiert, in dem auf einer Funktionspla- 
tine eines Testkopfes eine Abschirmeinrichtung vorgesehen 
ist, die den oder die Sockel und mindestens denjenigen Ab- 
schnitt der Oberflache der Funktionsplatine, an dem der oder 
die Sockel angebracht ist bzw. sind und dessen angrenzen- 
den auBeren peripheren Bereich abdeckt bzw. abschirmt. 

Die Abschirmeinrichtung umfaBt ein Abschirmgehause, 
das an der Funktionsplatine derart angebracht ist, daB es den 
oder die Sockel und mindestens denjenigen Abschnitt der 
Oberflache der Funktionsplatine, an dem der oder die Sockel 
montiert ist bzw. sind, und dessen angrenzenden auBeren pe- 
ripheren Bereich abdeckt, wobei das Abschirmgehause mit 
einer auf Massepotential liegenden Flache der Funktionspla- 
tine elektrisch verbunden ist. Weiterhin enthalt die Ab- 
schirmeinrichtung eine elektrisch leitende Abdeckplatte, die 
an einem Kontaktarm angebracht ist, der einen Bestandteil 
der Halbleiterbauelement-Transport- und Handhabungsein- 
richtung bildet und der dazu ausgelegt ist, ein im Test bc- 
findliches Halbleiterbauelement in dem Testabschnitt zu er- 
greifen und zu transportieren. 

Das Abschirmgehause kann an der auBeren Begrenzungs- 
flache der Funktionsplatine derart angebracht oder mit die- 
ser auBeren Umfangsflache derart verbunden sein, daB es im 
wesentlichen die gesamte Oberflache der Funktionsplatine, 
an der der oder die Sockel montiert ist/sind, bedeckt. 

Die oberseitige Wand des Abschirmgehauses ist vorzugs- 
weise mit einer Offnung versehen, durch die hindurch sich 
der Kontaktarm in das Abschirmgehause hinein oder aus 
diesem herausbewegen kann. Das Abschirmgehause ist mit 
einem elektrisch leitenden, elastischen Federkontakl verse- 
hen, der die Offnung umgibt und an dieser angebracht ist. 
Bei einem Ausfuhrungsbeispiel kann der Federkontakt eine 
elektrisch leitende Biattfeder sein. 

Es ist anzumerken, daB der Kontaktarm an seinem spit- 
zenseitigen Ende mit einem Aufnehmerkopf ausgestattet ist, 
der zum Ergreifen eines Halbleiterbauelements dient und 
cine solche Gestaltung, daB er ein Halbleiterbauelement 
durch Unterdruckansaugung anziehen und ergreifen kann, 
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oder eine solche Gestaltung aufweisen kann, daB er ein 
Halbleiterbauelement durch mechanische Mittel wie etwa 
durch eine Spannzange oder Greifzange ergreifen kann. 

In vorteilhafter Ausgestaltung kann die Position, bei der 
die Abdeckplatte an dem Kontaktarm angebracht ist, so ge- 5 
wan It sein, daB die Abdeckplatte dann, wenn der Kontakt- 
arm abgesenkt wird, bis das zu testende und durch den Kon- 
taktarm ergriffene Halbleiterbauelement mit dem Socket in 
Kontakt gelangt, den Federkontakt nach unten driickt. 

Wenn der Kontaktarm aus einem elektrisch leitenden Ma- to 
terial hergestellt ist, ist ein elektrisch isolierender Abstands- 
halter zwischen dem Kontaktarm und der Abdeckplatte ein- 
gefugt. 

Die Erfindung wird nachstehcnd anhand von Ausfiih- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen na- 1 5 
her erlautert. 

Fig. 1 zeigt eine schematise he Querschnittsansicht, in der 
der Aufbau des hauptsachlichen Abschnitts eines in Uber- 
einstimmung mit der vorliegenden Erfindung stehenden 
Ausfuhrungsbei spiels eines Halbleiterbauelement- Testge- 20 
rats in Form eines IC-Testgerats dargestellt ist, 

Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht, in der die Arbeits- 
weise der Transporteinrichtung und der Kontaktarmeinrich- 
tung, die in dem Testabschnitt enthalten sind, dargestellt ist, 

Fig. 3 zeigt eine schematische Querschnittsansicht, in der 25 
die eleklrische Verbindung zwischen der Funktionsplaline 
und einem IC-Sockel dargestellt ist, 

Fig. 4 zeigt eine vergrdBerte Schnittansicht eines Ab- 
schnitts der in Fig. 3 gezeigten Gestaltung, 

Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnittsansicht, in der 30 
der Aufbau eines hauptsachlichen Antcils eines Bcispicls ei- 
nes herkommlichen IC-Testgerats bzw. eines teilweise mit 
der Erfindung iibereinstimmenden Halbleiterbauelement- 
Testgerats dargestellt ist, und 

Fig. 6 zeigt eine schematische Seitenansicht zur Veran- 35 
schaulichung des allgemeinen Aufbaus eines Halbleiterbau- 
element-Testgerats bzw. IC-Testgerats. 

In Fig. 1 ist ein schematischer Querschnitt gezeigt, der 

• * 

den Aufbau des hauptsachlichen Abschnitts eines in Uber- 
einstimmung mit der vorliegenden Erfindung stehenden 40 
Ausfuhrungsbeispiels des Halbleiterbauelement-Testgerats 
in Form eines IC-Testgerats veran schaulicht Hierbei sind 
diejenigen Abschnitte oder Koinponenten, die den in Fig. 5 
gezeigten Abschnitten oder Komponenten entsprechen, mit 
den gleichen Bezugszeichen versehen und werden, sofern 45 
nicht erforderlich, nicht nochmals beschrieben. 

Bei einem Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 
dung kann in einem Halbleiterbauelement- bzw. IC-Testge- 
rat, in dem ein IC-Sockel 20 mittels eines Adaptersockels 
40' auf einer Leistungs- bzw. Beurteilungs- oder Funktions- 50 
platine 30 eines Testkopfs 13 montiert ist, dieser IC-Sockel 
20 in einem Testabschnitt einer Handhabungseinrichtung 
derart angeordnet sein, daB ein im Test befindlicher IC, der 
durch die nicht gezeigte Transporteinrichtung in den Testab- 
schnitt hineingebracht worden ist, wobei er hierbei durch ei- 55 
nen Aufnehmerkopf 92 eines Kontaktarms 91 ergriffen bzw. 
gehalten wird, mit dem IC-Sockel 20 durch Absenken des 
Kontaktarms 91 in elektrischen Kontakt gebracht werden 
kann, um hierdurch den IC hinsichtlich seiner Eigenschaften 
zu testen. Der im Test befindliche IC 10, der IC-Sockel 20 60 
und der Adaptersockel 40' werden hierbei einschlieBlich 
derjenigen Oberflache der Funktionsplaline 30, an der sich 
ein freiliegendes Verdrahtungsmuster befindet, durch ein 
Abschirmgehause 100 elektromagnetisch abgeschirmt. Der 
im Test befindliche IC 10 und weitere Elemente sowie ver- 65 
bindende Leiter, wie etwa das freiliegende Verdrahtungsmu- 
ster und andere Verbinder, werden somit keinem EinfluB von 
externen Storungen einschlieBlich irgendwelcher Storun- 
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gen, die durch die Handhabungseinrichtung selbst erzeugt 
werden, ausgesetzt. 

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel wird ein 
Abschirmgehause 100 eingesetzt, das eine bodenseitige Fla- 
che bzw. Flachenausdehnung besitzt, die annahernd die glei- 
che ist wie diejenige der Funktionsplatine 30. Die am unte- 
ren Ende befindliche periphere Kante bzw. der untere Um- 
fangsrand 101 des Abschirmgehauses 100 ist mit einer auf 
Massepotential liegenden Flache 36 der Funktionsplatine 30 
entlang seines bzw. Ihren auBeren Umfangsbereichs elek- 
trisch verbunden, so daB das Abschirmgehause 100 auf dem 
Massepotential gehalten wird und somit der im Test befind- 
liche IC 10, der IC-Sockel 20 und der Adaptersockel 40' so- 
wie derjenige Obcrflachcnabschnitt der Funktionsplatine 30, 
auf dem sich ein freiliegendes Verdrahtungsmuster befindet, 
durch das Abschirmgehause 100 elektromagnetisch abge- 
schirmt werden. Das Verdrahtungsmuster, das an der Ober- 
flache der Funktionsplatine 30 freiliegt, ist hierbei ublicher- 
weise auf denjenigen Abschnitt der Funktionsplatine, an 
dem der Adaptersockel 40' angebracht ist, und auf dessen 
angrenzende auBere Umfangsflache (Umfangsbereich) be- 
schrankt. DemgemaB ist es ausreichend, wenn der bodensei- 
tige Oberflachenbereich bzw. die bodenseitige Oberflachen- 
groBe des Abschirmgehauses 100 gerade ausreichend groB 
genug ist, denjenigen Oberflachenbereich der Funktionspla- 
tine 30 zu bedecken oder uberdecken, an dem das Verdrah- 
tungsmuster freigelegt ist. Es ist somit ersichtlich, daB der 
im Test befindliche IC 10, der IC-Sockel 20, der Adapter- 
sockel 40' und derjenige Oberflachenbereich der Funktions- 
platine 30, an dem das Verdrahtungsmuster offen freiliegt, 
elektromagnetisch dadurch abgeschirmt werden konnen, 
daB ein Abschirmgehause, das eine solche begrenzte boden- 
seitige Flache bzw. FlachengroBe besitzt, an der Funktions- 
platine 30 so angebracht wird, daB der am unteren Ende vor- 
handene Umfangsrand des Abschirmgehauses mit der auf 
Massepotential liegenden Flache 36 der Funktionsplatine 30 
elektrisch verbunden ist. 

Zur Montage des Abschirmgehauses 100 an der Funkti- 
onsplatine 30 kann ein AnschweiBen einschlieBlich eines 
Anlotens, ein Befestigen mittels einer oder mehrerer 
Schrauben oder jedes andere beliebige geeignete Befesti- 
gungsmittel in Abhangigkeit von dem Material, der Form 
und der Konstruktion des Abschirmgehauses 100 eingesetzt 
werden. 

Die oberseitige Wand (Oberseite) des Abschirmgehauses 
100 ist mit einer Offnung 102 versehen, durch die hindurch 
der Kontaktarm 91 mit dem Aufnehmerkopf 92, der einen 
zu testenden IC ergriffen halt und transporticrt, sich in das 
Abschirmgehause 100 hineinbewegen und aus diesem her- 
ausbewegen kann. Das Vorsehen der Offnung 102 kann je- 
doch moglicherweise das Eindringen von externen Storun- 
gen bzw. Storsignalen in das Innere des Gehauses 100 durch 
die Offnung 102 hindurch ermoglichen. 

Aus diesem Grund ist das Abschirmgehause 100 bei dem 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel mit einem Federkontakt 
103 versehen, der die Offnung 102 umgibt und mit dem Ab- 
schirmgehause elektrisch verbunden ist. Weiterhin weist der 
Kontaktarm 91 eine Abdeckplatte 104 auf, die an ihm an ei- 
ner geeigneten Position angebracht ist und die groBenmaBig 
derart bemessen ist, daB sie die Offnung 102 bedeckt bzw. 
abdeckt. Die Position, an der die Abdeckplatte 104 an dem 
Kontaktarm 91 angebracht ist, ist. so festgelegt, daB die Ab- 
deckplatte 104 dann, wenn der Kontaktarm 91 soweit abge- 
senkt ist, daB die Leitungen des im Test befindlichen ICs 10 
mit den Anschlussen des IC-Sockels 20 in korrekten Kon- 
takt gelangt sind, mit dem Federkontakt bzw. der Kontaktfe- 
der 103, der bzw. die an dem Abschirmgehause 100 ange- 
bracht ist, in Kontakt gebracht ist und der Federkontakt 103 
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in gewissem AusmaB noch weiter nach unten gedruckt wird 
bzw. unter Spannung gesetzt wind. Bei diesem Aufbau 
nimmt die Abdeckplatte 104 das gleiche Massepotential wie 
das Potential des Abschirmgehauses 100 und des Federkon- 
takts 103 an. 5 

Die Abdeckplatte 104, die einen Teil der Abschirmein- 
richtung bildet, ist aus einein eleklrisch leitenden Material 
hergestellt. Falls der Kontaktarm 91 aus einem leitenden 
Material gefertigt sein sollte, wiirde die Abdeckplatte 104 
nicht auf dem gleichen Potential wie das Abschirmgehause 10 
100 liegen, da das auf der Seite der Handhabungseinrich- 
tung vorhandene Potential an die Abdeckplatte 104 uber den 
Kontaktarm 91 angelegt ware. Aus diesem Grund ist die Ab- 
deckplatte 104 bci dem dargcstelltcn Ausfuhrungsbeispiel 
unter Zwischenlage eines isolierenden Abstandshalters 105 15 
an dem Kontaktarm 91 befestigt. Da die Abdeckplatte 104 
somit elektrisch gegenuber dem Kontaktarm 91 isoliert ist, 
ergibt sich, daB der Federkontakt 103 und das Abschirmge- 
hause 100 gegenuber dem Potential des Kontaktarms 91 
vollstandig isoliert sind und somit auch dieser Kontaktarm 20 
91 gegenuber dem Potential des Abschirmgehauses 100 iso- 
liert ist. 

In der Praxis ist das IC-Testgerat derart aufgebaut, daB der 
Testkopf 13 und die Handhabungseinrichtung 12 auf einem 
gemeinsamen Massepotential gehalten werden. Vorliegend 25 
ist jedoch bevorzugt, daB der Testkopf 13 und die Handha- 
bungseinrichtung 12 gegenseitig elektrisch isoliert sind, und 
zwar im Hinblick darauf, daB der Fall auftreten kann, daB 
ein potentialmaBiger Unterschied zwischen diesen beiden 
Komponenten aufgrund irgendwelcher Ursachen auftreten 30 
kann. 

Das vorstehend beschriebene Ausfuhrungsbeispiel ist fiir 
einen Fall reprasentativ, bei dem der IC-Sockel mittels des 
Adaptersockels 40* an der Funktionsplatine 30 des Testkopfs 
13 angebracht ist. Es ist jedoch ersichtlich, daB in einem 35 
Fall, bei dem der IC-Sockel direkt an der Funktionsplatine 
30 angebracht ist, der zu testende IC 10, der IC-Sockel 20 
(der Adaptersockel 40', sofern doch vorhanden) und derje- 
nige Oberflachenabschnitt der Funktionsplatine 30, an der 
ein Verdrahtungsmuster freiliegt, in gleichartiger Weise 40 
durch das Abschirmgehause elektromagnetisch abgeschirmt 
werden konnen, wobei das Abschirmgehause auch hier eine 
Ausgestaltung besitzt, die gleichartig wie die vorstehend be- 
reits beschriebene Konfiguration ist. 

Ebenso konnen in einem Fall, bei dem der IC-Sockel mit- 45 
tels eines Adaptersockels, oder direkt ohne Adaptersockel, 
an einer Sockelplatine angebracht sind, die ihrerseits unter 
Zwischenlage eines Abstandshalters an der Obcrseite der 
Funktionsplatine 30 befestigt ist, der im Test befindliche IC 
10, der IC-Sockel 20, der Adaptersockel, sofern vorhanden, 50 
und die Verbindungsleitungen und die Verbinder zum elek- 
trischen Verbinden der Funktionsplatine 30 und der Sockel- 
platine elektromagnetisch durch ein Abschirmgehause ab- 
geschirmt werden, das einen Aufbau besitzt, der gleichartig 
ist, wie die im Zusammenhang mit dem vorstehend be- 55 
schriebenen Ausfuhrungsbeispiel geschilderte Konfigura- 
tion ist. 

Der Innenraum, der von dem Abschirmgehause 100 um- 
schlossen ist, bildet somit einen elektromagnetisch vollstan- 
dig abgeschinnten, abgeschlossenen Raum wahrend der 60 
Zeitdauer, wahrend der der zu testende IC 10 dem Test un- 
terzogen wird, da das Abschirmgehause 100, der Federkon- 
takt 103 und die Abdeckplatte 104 mit der auf Massepoten- 
tial liegenden Flache bzw. Vorderseite der Funktionsplatine 
30 elektrisch verbunden sind und somit auf dem Massepo- 65 
tential gehalten werden. Der im Test befindliche IC 10, der 
IC-Sockel 20 und das Verdrahtungsmuster oder die Vcrbin- 
dungsleitung und die Verbinder, die an der Oberflache der 
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Funktionsplatine 30 freiliegen, und/oder auch der Adapter- 
sockel 40', die Sockelplatine und die Verbindungsleitungen 
und Verbinder, die zum elektrischen Verbinden der Funkti- 
onsplatine 30 und der Sockelplatine dienen, und die samt- 
lich in dem umschlossenen Raum angeordnet sind, werden 
somit vollstandig gegenuber externen Storungen oder Stor- 
signalen wahrend des Prozesses der Durchfuhrung des Tests 
abgeschirmt. Selbst wenn die zu testenden ICs analoge Bau- 
elemente und/oder gemischte bzw. hybride Bausteine mit 
analogen/digitalen Komponenten sind und diese Bauele- 
rnente in einem hohen Frequenzbereich getestet werden sol- 
len, ist es somit moglich, diese ICs exakt zu testen und ihre 
elektrischen Eigenschaften genau zu messen. 

Es ist anzumcrkcn, daB dann, wenn der Kontaktarm 91 
aus einem elektrisch isolierenden Material wie etwa aus 
Kunststoff oder dergleichen, anstelle aus einem elektrisch 
leitenden Material wie etwa aus Metall hergestellt ist, es 
nicht erforderlich ist, den isolierenden Abstandshalter 105 
zwischen dem Kontaktarm 91 und der Abdeckplatte 104 
einzufiigen. 

Auch wenn bei dem vorstehend beschriebenen Ausfuh- 
rungsbeispiel ein Federkontakt 103 in der Form einer Blatt- 
feder benutzt wird, versteht es sich, daB auch jeder beliebige 
andere elastische oder nachgiebige Kontakt als Federkon- 
takt 103 benutzt werden kann, vorausgesetzt, daB er aus ei- 
nem elektrisch leitenden und nachgiebigen bzw. elastischen 
Material hergestellt ist. 

Bei dem vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel 
ist ein Fall veranschaulicht, bei dem ein einzelner Kontakt- 
arm 91 vorhanden ist und folglich lediglich ein IC-Sockel an 
der Obcrseite der Funktionsplatine 30 angebracht ist. Es ist 
jedoch selbstverstandlich, daB eine in gleichartiger Weise 
aufgebaute Abschirmeinrichtung unter Erzielung der glei- 
chen funktionellen Effekte auch dann eingesetzt werden 
kann, wenn eine Mehrzahl von IC-Sockeln an der Oberseite 
der Funktionsplatine 30 angebracht ist und eine entspre- 
chende Anzahl von Kontaktarrnen 91 vorgesehen ist. 

Die vorliegende Erfindung ist unter Erzielung der glei- 
chen funktionellen Wirkungen nicht nur bei einem IC-Test- 
gerat einsetzbar, das mit einer Handhabungseinrichtung ei- 
nes Typs, bei dem zu testende ICs auf ein Tablett aufge- 
bracht und in den Testabschnitt transportiert werden, ausge- 
slattet ist, sondern auch bei einem IC-Testgerat anwendbar, 
das mit einer Handhabungseinrichtung eines TVps ausgestat- 
tet ist, bei dem im Test befindliche ICs einzeln in den Test- 
abschnitt durch eine geeignete Transporteinrichtung wie 
etwa durch IC-Trager transportiert werden oder diese zu te- 
stenden ICs entlang einer Flache aufgrund ihres Eigenge- 
wichts herabfallen konnen, sofern nur die Handhabungsein- 
richtung von einer solchen Ausgestaltung ist, daB die zu te- 
stenden ICs ergriffen und mit dem IC-Sockel durch den an 
dem Kontaktarm 91 angebrachten Aufnehmerkopf in Kon- 
takt gebracht werden konnen. 

Bei der vorstehenden Erlauterung ist der Fall eines IC- 
Testgerats beschrieben, das zum Testen von ICs ausgelegt 
ist, die typische Beispiele fur Halbleiterbauelemente darstel- 
len. Es ist jedoch often sichtlich, daB die vorliegende Erfin- 
dung auch, unter Erzielung der gleichen Vorteile, bei ver- 
schiedenen anderen Arten von Halbleiterbauelement-Test- 
geraten einsetzbar ist, die zum Testen von anderen Halblei- 
terbauelementen als ICs ausgelegt sind. 

Wie vorstehend erlautert, sind bei einem in Ubereinstim- 
mung mit der vorliegenden Erfindung stehenden Halbleiter- 
bauelement-Testgerat, in dem ein zu testendes Halbleiter- 
bauelement in den Testabschnitt der Handhabungseinrich- 
tung transportiert wird, wahrend es durch einen Aufnehmer- 
kopf eines Kontaktarms ergriffen ist und dann durch Bewe- 
gen des Kontaktarms in elektrischen Kontakt mit einem in 
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dem Testabschnitt angeordneten Sockel gebracht wird, wah- 
rend es weiterhin durch den Aufnehmerkopf ergriffen bleibt, 
der Sockel und ein Abschirmgehause, das mindestens einen 
Teil derjenigen Oberflache der Funktionsplatine des Test- 
kopfs, an dem der Sockel montiert ist, bedeckt, elektrisch 5 
mil einer auf Massepotential liegenden Flache der Funkti- 
onsplatine verbunden. Die oberseitige Wand des Abschinn- 
gehauses ist hierbei mit einer Offnung versehen, durch die 
hindurch der Kontaktarm 91 sich gemeinsam mit dem Auf- 
nehmerkopf in das Abschirmgehause hinein und aus diesem 10 
herausbewegen kann, wobei ein durch den Aufnehmerkopf 
ergriffenes und mit dem Sockel in elektrischen Kontakt ge- 
brachtes Halbleiterbauelement sowie der Sockel und minde- 
stens ein Teil der Oberflache der Funktionsplatine in cincm 
geschlossenen Raum angeordnet sind, der von dem Ab- 15 
schirmgehause umschlossen ist. 

Aus der vorstehenden Erlauterung ist ersichtlich, daB 
diese Komponenten und die Verbindungsleiter gegenuber 
dem AuBeren bzw. dem AuBenraum elektromagnetisch 
durch das auf dem Massepotential liegende Abschirmge- 20 
hause abgeschirmt sind und somit frei sind von irgendwel- 
chen Einfliissen aufgrund von externen Storungen. Selbst 
wenn die zu testenden Halbleiterbauelemente analoge Bau- 
elemente und/oder analog/digital- gemischte Bauelemente 
sind und diese Bauelemente in einem hohen Frequenzbe- 25 
reich zu lesten sind, bielel die vor liegende Erfindung die 
Vorteile, daB die im Test befindlichen Halbleiterbauele- 
mente in einem soichen Zustand, bei dem sie vollstandig ge- 
genuber externen Storungen abgeschirmt sind, exakt gete- 
stet und ihre elektrischen Eigenschaften genau gemessen 30 
werden konncn. 

Das beschriebene Halbleiterbauelement-Testgerat kann 
somit den Test von analogen Bauelementen oder hybriden 
Analog/Digital-Bauelementen ohne Beeinflussung durch 
externe Storungen durchfuhren. Ein Abschirmgehause 100 35 
ist an einer Funktionsplatine 30 eines Testkopfs 13 ange- 
bracht und bedeckt einen IC-Sockel 20, der in dem Testab- 
schnitt einer Handhabungseinrichtung angeordnet ist, und 
mindestens denjenigen Abschnitt der Oberflache der Funkti- 
onsplatine, an der der IC-Sockel angebracht ist, sowie eine 40 
an diesen Bereich auBen angrenzende Flache. Das Ab- 
schirmgehause ist in seiner oberseitigen Wand mit einer Off- 
nung 102 versehen, durch die hindurch sich ein Kontaktarm 
91 mit einem daran befindlichen Aufnehmerkopf 92 in das 
Abschirmgehause 100 hinein und aus diesem herausbewe- 45 
gen kann. Ein elektrisch lei tender Federkontakt 103 umgibt 
die Offnung und ist an dem Abschirmgehause angebracht. 
Eine elektrisch leitendc Abdeckplatte 104 ist an dem Kon- 
taktarm befestigt und derart angeordnet, daB sie bei Absen- 
ken des Kontaktarms mit dem Federkontakt in Beruhrung 50 
gelangt und den Federkontakt geringfugig driickt. 

Patentanspruche 

1. Halbleiterbauelement-Testgerat mit 55 
einer Halbleiterbauelement-Transport- und Handha- 
bungseinrichtung (12), die mit dem Testgerat verbun- 
den ist und zum Transportieren eines zu testenden 
Halbleiterbauelements (10) zu einem Testabschnitt, in 
dem das Halbleiterbauelement mit einem in dem Test- 60 
abschnitt angeordneten Sockel (20) in elektrischen 
Kontakt gebracht wird, und zum Transportieren des ge- 
testeten Halbleiterbauelements nach dem AbschluB des 
Tests aus dem Testabschnitt heraus dient, und 
einem Testkopf (13) mit einer Funktionsplatine (30), 65 
gekennzeiehnet durch 

cine Abschirmcinrichtung (100), die an der Funktions- 
platine (30) angeordnet ist und den Sockel (20) und 
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mindestens denjenigen Abschnitt der Oberflache der 
Funktionsplatine (30), an dem der Sockel (20) ange- 
bracht ist, und den auBen an diesen Abschnitt angren- 
zenden Bereich abdeckt. 

2. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeiehnet, daB die Abschinneinrichtung 
(100) ein Abschirmgehause, das an der Funktionspla- 
tine (30) derart angebracht ist, daB es den Sockel (20) 
und mindestens denjenigen Abschnitt der Oberflache 
der Funktionsplatine (30), an dem der Sockel (20) an- 
gebracht ist, und die an diesen Abschnitt auBen angren- 
zende Flache abdeckt, und eine elektrisch leitende Ab- 
deckplatte (104) aufweist, die an einem Kontaktarm 
(91) angebracht ist, der einen Bcstandtcil der Halblei- 
terbauelement-Transport- und Handhabungseinrich- 
tung (12) bildet, und zum Ergreifen und Transportieren 
eines Halbleiterbauelements in dem Testabschnitt aus- 
gelegt ist, und daB das Abschirmgehause mit einer auf 
Massepotential liegenden Flache der Funktionsplatine 
(30) elektrisch verbunden ist. 

3. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeiehnet, daB die Abschinneinrichtung 
ein Abschirmgehause, das mit einer auf Massepotential 
liegenden Flache der Funktionsplatine (30) elektrisch 
verbunden ist und an dem auBeren Umfangsbereich der 
Funktionsplatine (30) derart angebracht ist, daB es im 
wesentlichen die gesamte Oberflache der Funktions- 
platine (30), an der der Sockel (20) angebracht ist, ab- 
deckt, und eine elektrisch leitende Abdeckplatte (104) 
aufweist, die an einem Kontaktarm (91) angebracht ist, 
der einen Bcstandtcil der Halbleiterbauelement-Trans- 
port- und Handhabungseinrichtung darstellt und zum 
Ergreifen und Transportieren eines Halbleiterbauele- 
ments in dem Testabschnitt ausgelegt ist 

4. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeiehnet, daB das Abschirmge- 
hause (100) in seiner oberseitigen Wand mit einer Off- 
nung (102) versehen ist, durch die hindurch sich der 
Kontaktarm (91) in das Abschirmgehause hinein bewe- 
gen und aus diesem herausbewegen kann, und daB ein 
elektrisch leitender, elastischer Kontakt (103) die Off- 
nung (102) umgibt und an dem Abschirmgehause (100) 
angebracht ist. 

5. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeiehnet, daB der elektrische Kontakt 
(103) eine elektrisch leitende Blattfeder ist. 

6. Halbleiterbauelement-Testgerat nach einem der An- 
spriiche 2 bis 5, dadurch gekennzeiehnet, daB der Kon- 
taktarm (91) an seinem vorderen Ende mit einem Auf- 
nehmerkopf (92) versehen ist, der zum Ergreifen eines 
Halbleiterbauelements dient und so ausgelegt ist, daB 
er das Halbleiterbauelement durch Unterdruckansau- 
gung anziehen und ergreifen kann oder das Bauelement 
mit Hilfe einer mechanischen Einrichtung ergreifen 
kann. 

7. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 4 
oder 5, dadurch gekennzeiehnet, daB die Position, an 
der die Abdeckplatte (104) an dem Kontaktarm (91) 
angebracht ist, derart festgelegt ist, daB die Abdeck- 
platte (104) dann, wenn der Kontaktarm (91) nach un- 
ten abgesenkt wird, bis das zu testende und durch den 
Kontaktarm (91) ergriffene Halbleiterbauelement mit 
dem Sockel (20) in Beruhrung gelangt, den elastischen 
Kontakt (103) nach unten driickt. 

8. Halbleiterbauelement-Testgerat nach einem der An- 
spriiche 2 bis 7, dadurch gekennzeiehnet, daB der Kon- 
taktarm (91) aus cincm elektrisch leitenden Material 
besteht, und daB ein elektrisch isolierender Abstands- 
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halter (105) zwischen den Kontaktarm (91) und die 
Abdeckplatte (104) eingefiigt ist. 

9. Halbleiterbauelement-Testgerat mit 

einer Halbleiterbauelement-Transport- und Handha- 
bungseinrichtung (12), die mit dem Testgerat verbun- 5 
den ist und zum Transportieren eines zu testenden 
Halbleiterbauelemenls zu einein Testabschnitl, in dem 
das Halbleiterbauelement in elektrischen Kontakt mit 
einem in dem Testabschnitl angeordneten Socket (20) 
gebracht wird, und zum Transportieren des getesteten 10 
Halbieiterbauelements nach dem AbschluB des Tests 
aus dem Testabschnitl heraus ausgelegt ist, wobei in 
dem Testabschnitt ein Halbleiterbauelement, das durch 
cine an dem vordcrcn Endc cincs Kontaktarms (91) an- 
gebrachte Greifeinrichtung (92) ergriffen ist, mit dem 15 
in dem Testabschnitt angeordneten Sockel (20) durch 
Bewegung des Kontaktarms (91), der einen Bestandteil 
der Halbleiterbauelement-Transport- und Handha- 
bungseinrichtung (12) darstellt, in elektrischen Kontakt 
gebracht wird, und 20 
einem Testkopf (13) mit einer Funktionspiatine (30), 
gekennzeichnet durch 

ein Abschirmgehause (100), das an einer Funktionspia- 
tine (30) eines Testkopfes angebracht ist und den Sok- 
kel (20) und mindestens denjenigen Abschnitt der 25 
Oberflache der Funktionspiatine (30), an dem der Sok- 
kel (20) montiert ist, und einen an diesen Abschnitt au- 
Ben angrenzenden Bereich abdeckt sowie mit einer auf 
Massepotential liegenden Flache der Funktionspiatine 
(30) elektrisch verbunden ist, und 30 
cine OfTnung (102), die in der oberseitigen Wand des 
Abschirmgehauses (100) ausgebildet ist und durch die 
hindurch sich der Kontaktarm (91) mit der daran ange- 
ordneten Greifeinrichtung (92) in das Abschirmge- 
hause (100) hineinbewegen und aus diesem herausbe- 35 
wegen kann. 

10. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein elektrisch leitender, 
elastischer Kontakt (103), der die Offnung (102) um- 
gibt, an dem Abschirmgehause (100) angebracht ist, 40 
und daB eine elektrisch leitende Abdeckplatte (104) an 
dem Kontaktarm (91) angebracht und derart positio- 
niert ist, daB die Abdeckplatte (104) bei dem Absenken 
des Kontaktarms (91) mit dem elastischen Kontakt 
(103) in Beriihrung gelangt. 45 

11. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 9 
oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB das Abschirmge- 
hause (100) an dem auBeren Umfangsbcrcich der 
Funktionspiatine (30) derart angebracht ist, daB es im 
wesentlichen die gesamte Oberflache der Funktions- 50 
platine (30), an der der Sockel (20) angebracht ist, 
uberdeckt. 

12. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, daB der elastische Kon- 
takt (103) eine elektrisch leitende Blattfeder ist. 55 

13. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kontaktarm (91) an 
seiner Spitze mit einem Aufnehmerkopf (92) zum Er- 
greifen eines Halbieiterbauelements versehen ist, wo- 
bei der Aufnehmerkopf eine solche Ausgestaltung be- 60 
sitzt, daB er entweder das Halbleiterbauelement durch 
Unterdruckansaugung anziehen und ergreifen kann, 
oder das Halbleiterbauelement durch mechanische 
Mittel ergreifen kann. 

14. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 65 
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Position, an der 
die Abdeckplatte (104) an dem Kontaktarm (91) ange- 
bracht ist, derart festgelegt ist, daB die Abdeckplatte 



(104) den elastischen Kontakt (103) nach unten driickt, 
wenn der Kontaktarm (91) soweit nach unten abge- 
senkt wird, daB das zu testende und durch den Kontakt- 
arm (91) ergriffene Halbleiterbauelement mit dem Sok- 
kel (20) in Beriihrung gelangt. 
15. Halbleiterbauelement-Testgerat nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, daB der Kontaktarm (91) 
aus einem elektrisch leitenden Material besteht, und 
daB ein elektrisch isolierender Abstandshalter (105) 
zwischen dem Kontaktarm (91) und der Abdeckplatte 
(104) eingefiigt ist. 
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